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    在科研和工业领域，做好工作，决定的因素不仅

是人，而且还有工具。要圆满完成今日之工作任务、到

达设计目标，往往要对多种类材料进行加工，其精细和

复杂程度，已经到了现有装备的极限。一方面是质量要

求高，通用加工手段难以满足，并且极其专业，没有

成熟工艺经验可做参考；另一方面是加工数量不大而

涉及的技术装备品类多，为每种应用都配备专门机器是

个难以企及的浩大工程。

    是否有一种技术，既能适合各种苛刻的质量以及

复杂而精密的尺寸要求，同时又适合多种应用，能对

多种材料做多种加工？这就是德中公司的DirectLaser 

Universal激光多功能微加工技术，以激光为工具对不

同材料进行柔性加工，集多种功能和样样出色的专业

加工能力于一身，是一个高性能与合理价格的统一体。

    无论是二氧化碳激光，还是光纤激光，这种

靠瞬间局部高温实现加工，对于有机或热敏感材

料，加工质量差，本性使然。

    若实现材料多功能微加工，一方面需要避免

热效应对材料带来的影响，另一方面需要适合更

多种类的材料，真正实现通用加工。

    因此，多功能微加工需要选择更短波长的光

源和更短的脉宽。

    一方面，由于脉宽变短，单个激光脉冲的激

光峰值功率和能量密度相应变高，几乎全部处在

任何材料的加工阈值以上。几乎没有透射和折射

以及热传导损失，全部用来做加工材料的“有用

功”，即使红外波长的激光脉冲，其热影响部分

也可以忽略不计。

    另一方面，波长变短，光子能量相应增大，能

破坏材料原子间相互结合之键，使材料分裂而离

析，这也使得更多种类的材料加工成为可能。

    所以，德中激光多功能微细加工技术选用短

脉宽，短波长的光源，脉宽可至皮秒乃至飞秒，波

长可至355nm甚至266nm，真正适合大多数材料

的精细加工。

    激光作为一种理想的通用加工工具，属于非接触

加工，不用物理刀具，无应力，避免了刀具对材料的挤

压、剪切、振动等多种负作用，解决了陶瓷、聚四氟乙

烯等薄、脆、硬、粘、软、韧材料加工难题。

       而激光加工技术，以CO 光纤激光为代表的激光热

加工技术最为常见，激光投照到材料表面，被材料吸收，

光能转变成热能，在瞬间高温的热作用下，材料或被融

化，或被气化，或被焦化，从而使材料的形态得以改变，

实现加工，但热影响明显。

       DirectLaser Universal激光多功能微加工技术，适

合多种苛求微细精密，敏感无损、干净平齐的应用，

以“冷加工”为特色，解决陶瓷、硅片、玻璃、蓝宝

石、等薄、脆、硬性材料，金属、高分子等热敏感材

料，和各种粘、皮、韧性材料加工难题，具有以下特色。

       冷加工，超短脉冲，在皮秒/飞秒级时间内释放能

量，用于分解材料，做有用功，能量远超各种材料吸

收阈值，不做“无用功”，热影响区小到可忽略不计，

无微裂纹、重熔再结晶之虞。因而，传统的激光加工

过程（局部快速加热、熔化、气化）中的缺陷：如毛

刺、再结晶、微裂纹等，都可以避免。

       定深加工，由于不是二氧化碳和普通红外激光光

变热后的热熔物理加工，而是纳秒紫外激光靠化学反应

破坏分子结构的分子级加工，所以控深能力相对较好

更进一步，选用超短脉冲激光，则是轰击电子使原子

核间产生库仑力去除材料的原子级加工，对材料几乎无

选择，可以在大多数材料中定深。这就使得DirectLaser 

Universal加工适合的品种多，并且可以分层、定深加工

各种材料，包括玻璃等“透激光”的物质，包括两种

以上材料复合后，只去除某一种材料的加工，也包括

在一种材料上，定深刨掉某深度材料的半刻加工。

        清净加工，在超快、及高峰值功率的作用下，超

短脉冲激光与物质作用时间极短，热量来不及传导，没

有透射、反射损失，光化学作用也不明显，被加工物

质发生电离，成为离子而气化被清除。不重熔、板结

瘤化，不生成复杂化合物，易通过抽风、才能不被熔

融物、炭化、氧化或其他复杂化合物覆盖或沾污，切

面干净平齐，保持材料本色。

解决精密、微细激光加工难题

2
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DCT数据处理、设备驱动软件，分剥技术之

源，光机电系统的大脑

    数据处理软件CircuitCAM的全部所有权，包括商标

权为德中公司所有。CircuitCAM基于一个强大的CAD内

核，30年来不断更新，进行了七次大规模升级，是一款

功能丰富、强大、应有尽有，而操作简单，方便的软件。

    好的技术需要好的载体，才能最大程度发挥优势，

德中DirectLaser系列设备作为德中激光多功能微细加

工技术的载体，将工艺、软件、设备优势集为一身，为

客户带来不曾有过的制造能力。

    任意一款DirectLaser U系列设备，均有纳秒、皮

秒、飞秒等脉宽可选，也可选择532nm、355nm等不

同波长，个别机型还可选择双波长、三波长、满足不

同应用需求。

    德中DirectLaser系列设备，设备由激光光源、光束

处理及传输系统、移动控制系统及工作台、安全及质

量监控系统，电源以及辅助气体供应系统、计算机数

据处理以及设备驱动软件组成，按加工幅面及不同结

构分为DirectLaser U1，DirectLaser U2，DirectLaser U5，

DirectLaser U6，DirectLaser U9等不同型号。

    其中，DirectLaser U1是一款多功能实验平台，配

置独立电气柜及光学安装板，方便客户根据不同应用

进行改造搭建。

    DirectLaser U2,则具有小巧紧凑，安置简单的特

点，则X、Y、Z运动系统均巧妙安装在花岗岩构件上，

采用线性电机作为动力，兼顾精度与稳定性。

    DirectLaser U5、U6是U系列经典机型，均采用经

典桥架式结构，即采用X、Y轴分离运动结构，加工头

在稳定的桥架上沿X方向左右运动，工件夹持台沿Y轴

前后运动，两个系统独立，各自的运动互不干扰。

    DirectLaser U9是一款超大幅面激光多功能微加工

设备，采用龙门双驱结构，加工幅面可达3000x1500mm，

可同时配置两种不同光源轮值加工，加工幅面与精度

兼顾。

    CircuitCAM 7总结多年经验后独创加工路径，能大

幅度改善加工效果。数据处理软件为每种应用专门优化

运行轨迹，从而提升加工效率。CircuitCAM 7具有强大

的图形编辑功能，借助直观的图形界面，可以方便、快

捷地对导入的数据进行修改、增删操作。

    DreamCreaTor德中设备的驱动软件，由德中公

司中德两国团队共同开发。作为设备的操作系统，

DreamCreaTor位于底层硬件与操作者之间，管理并

控制着设备的各个零部件，使设备的所有软件、硬件

资源相互匹配，并得到优化，最大限度地发挥作用。

    操作者通过DreamCreaTor，设置和控制各个系统，

完成预定的加工任务。DreamCreaTor中，融入了大量

的应用经验。德中将积累多年的专家信息、工艺窍门预

置到软件的参数库中，其中，包括大量经过优化的参数、

材料、刀具选项，操作者不需要具有专业背景，就能轻

而易举的使用DirectLaser设备的各个单机，针对各种

应用配有不同的工艺路线，操作者既可以从内置的程

序中选择成熟程序运行，又可以针对特殊的加工任务

对激光参数、移动系统进行独立控制。

    DreamCreaTor采用图形化的人机交互形式，通过

直观生动的图形用户界面(Graphical User Interface，GUI)，

使操作直观流畅，所见即所得(WYSIWYG)。本软件的

图形化、形象化的操作风格，能减少使用者的认知负

担，产生舒适、优美的屏幕视觉体验，使设备操作简单、

快速，即使是初学者，也能迅速掌握软件，操作设备。

高精度、低误差，多种材料、形状及尺寸加

工能力，经久耐用的万能机
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而易举的使用DirectLaser设备的各个单机，针对各种

应用配有不同的工艺路线，操作者既可以从内置的程

序中选择成熟程序运行，又可以针对特殊的加工任务

对激光参数、移动系统进行独立控制。

    DreamCreaTor采用图形化的人机交互形式，通过

直观生动的图形用户界面(Graphical User Interface，GUI)，

使操作直观流畅，所见即所得(WYSIWYG)。本软件的

图形化、形象化的操作风格，能减少使用者的认知负

担，产生舒适、优美的屏幕视觉体验，使设备操作简单、

快速，即使是初学者，也能迅速掌握软件，操作设备。

高精度、低误差，多种材料、形状及尺寸加

工能力，经久耐用的万能机
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应用

精密导电图形加工

带膜LTCC生瓷高速打孔 带膜LTCC生瓷切割

电镀后盲孔微切片金相图FPC钻盲孔

多层LTCC熟瓷切割

多层LCP切割 蓝宝石切割

晶体表面微流道加工

石英晶体切割

金属钼三维栅级加工 金属微孔加工Al O 陶瓷打孔

云母片切割

硅片打盲/通孔、开盲槽

软磁铁氧体切割

消费类电子材料高精度切割高频、微波材料加工

LTCC生瓷打孔、切割

厚熟瓷高速度、高质量打孔、切割

电路板钻通/盲孔 用于MEMS、微流控等领域的微结构加工

脆性材料高质量切割

高熔点、高硬度、高韧性金属材料加工

2 3

分享德中无忧服务保障

    德中的技术和服务人员，有应用，或者组装、设

计经历，对产品及其应用了如指掌，有较丰富的背景

知识，能在理论和实践上，圆满解答各种直接和间接

的技术问题，他们特别理解客户对服务的紧迫性和保

障性的需求，随时随地提供服务。

    我们的服务体系，时刻准备着为新、老客户提供

售前培训，售后技术支持；德中还愿意用自有设备、以

及多年来发展并独有的应用经验，为新老客户提供项

目、工艺方面的支持，提供激光材料加工方面的技术

方案咨询、生产或打样服务。

    他们的服务，能将德中的应用经验、技术窍门转

移给操作者。这样的技术转移也创造独立的价值，使

德中的产品再次为客户增值。德中在深圳、苏州、天

津、成都有专业服务工程师和应用工程师，并在深圳、

苏州、天津、成都建有应用中心。

    除了加工精度高，质量好、速度快、性能稳定

等特点以外，德中的设备还有容易使用、配套齐全、

环境友好的特点。

    DirectLaser U系列设备用真空吸附台固定被加

工工件，配有CCD自动对位系统，上下料操作不许

精确对位，既方便，又快速高效。激光加工过程中

产生的材料气化物、蒸发物、碎屑被吸尘系统收集，

既能保护被加工产品干净，还能避免对工作环境污

染，更使得光学器件长期处在清洁状态，不需要频

繁维护。

    DirectLaser U系列设备均采用世界顶级光学元

器件，光路结构简洁可靠，激光光斑直径极小，利

于对各种轻薄敏感材料的精雕细琢。移动系统设计

合理，结构扎实，选用成熟零部件，运动速度快而

柔和平稳、动力强劲而精度高，适合各种精密度要

求高的微细加工。
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